
太阳能硅片电磨削多线切割技术及装备
从太阳能级晶硅表面能带结构、载流子扩散方式及磨料滚动切割特性入手，掌握了硅片的机械磨削复合微区电化学钝化（或腐蚀）材料去除和绒面形成机制，建立了全新的太阳能硅片高效低成本加工体系。采用较低电导率的水性切削液，外加低压连续（或脉冲）直流电源，基于机械磨削和电解复合加工原理，降低宏观切削力，实现大尺寸超薄硅片的磨削/电解复合多线切割，有利于提高硅片制绒质量，显著减少后续减薄量，提高光电转换效率，进一步降低生产成本，从而满足光伏产业的生产工艺需求。已获得2009年国防技术发明三等奖；2010年中国国际工业博览会（上海）大会创新奖；2013年第41届日内瓦国际发明展金奖。
技术指标：针对太阳能电池市场现状，以8寸多晶硅片（电阻率0.5-5Ω•cm）为例，拟达到的主要技术指标如下：

（1）切片厚度：190±15μm 

（2）硅片总厚度误差：<20μm

（3）切缝宽度：小于180μm

（4）切割速度：大于0.5mm/min

（5）良品率：提高5%以上

（6）光电转换效率：提高0.3-0.5%
